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半导体设备月报（2022-07）：万业企

业旗下公司取得多类设备突破 
 

[Table_Summary] 
投资要点： 

 7 月半导体设备中标量环比提升。我们选择部分晶圆厂以跟踪半导体设备招标和中

标情况，样本主要包括华虹半导体、上海华力、燕东微、晶合集成、积塔半导体、

长江存储、晋华集成等（详细样本列表见首节末），数据来源为机电产品招标投标

电子交易平台。2022 年 7 月，我们统计的样本晶圆厂共招标 57 台半导体设备，

披露中标 91 台半导体设备，较 6 月的招标和中标量有所上升。 

 积塔半导体继续扩产带动其公布较多设备中标数。从中标数据来看，7 月积塔半导

体和华虹无锡是主要贡献设备招标的晶圆厂，其中积塔半导体在其特色工艺生产线

项目的扩产带动下，各类设备均有公布中标，而华虹无锡释放了大量扩散炉设备的

中标。除此之外，燕东微电子、上海华虹宏力和晋华集成也有释放少量设备中标。 

 万业旗下设备公司取得多类设备中标突破。7 月部分晶圆厂公布的薄膜沉积和刻蚀

设备中标中，嘉芯迦能、嘉芯闳扬取得较好表现，其中嘉芯迦能中标 7 台薄膜沉积

设备、5 台刻蚀设备，而嘉芯闳扬中标 5 台刻蚀设备。除此之外，嘉芯闳扬还中标

4 台快速热处理设备。嘉芯迦能、嘉芯闳扬均是万业企业旗下的设备公司，而 7 月

中标情况标志着万业企业的半导体设备平台化布局逐步成形。清洗设备领域，中电

科四十五所中标燕东微电子的 3 台清洗设备。涂胶显影领域，芯源微和 TEL 各中

标 1 台设备。 

 ASML 营收稳健增长，在手订单近两年新高。ASML 在 2022 年 Q2 季度实现营收

54.3 亿欧元（高于 Q1 时预期的 51~53 亿欧元），同比增长 35%，重拾较快增速。

Q2，ASML 实现毛利率 49.1%，处于此前预期的范围之内（49%~50%）。Q2 EUV

出货量达到 12 台，环比明显恢复，带动整体收入较好增长。 

 投资建议：建议关注设备平台型公司北方华创、中微公司等，以及细分赛道领先公

司，包括拓荆科技、华海清科、芯源微、盛美上海等。 

 风险提示：下游需求不及预期、行业竞争加剧、贸易摩擦风险。 
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1. 半导体设备招标跟踪：万业企业旗下公司中标多类设备 

7 月半导体设备中标量环比提升。我们选择部分晶圆厂以跟踪半导体设备招

标和中标情况，样本主要包括华虹半导体、上海华力、燕东微、晶合集成、积塔半

导体、长江存储、晋华集成等（详细样本列表见首节末），数据来源为机电产品招

标投标电子交易平台。2022 年 7 月，我们统计的样本晶圆厂共招标 57 台半导体

设备，披露中标 91 台半导体设备，较 6 月的招标和中标量有所上升。 

图 1：半导体设备招标和中标数量跟踪（单位：台） 

 

资料来源：chinabidding、德邦研究所 

积塔半导体继续扩产带动其公布较多设备中标数。从中标数据来看，7 月积

塔半导体和华虹无锡是主要贡献设备招标的晶圆厂，其中积塔半导体在其特色工

艺生产线项目的扩产带动下，各类设备均有公布中标，而华虹无锡释放了大量扩

散炉设备的中标。除此之外，燕东微电子、上海华虹宏力和晋华集成也有释放少

量设备中标。 

万业旗下设备公司取得多类设备中标突破。7 月部分晶圆厂公布的薄膜沉积

和刻蚀设备中标中，嘉芯迦能、嘉芯闳扬取得较好表现，其中嘉芯迦能中标 7 台

薄膜沉积设备、5 台刻蚀设备，而嘉芯闳扬中标 5 台刻蚀设备。除此之外，嘉芯闳

扬还中标 4 台快速热处理设备。嘉芯迦能、嘉芯闳扬均是万业企业旗下的设备公

司，而 7 月中标情况标志着万业企业的半导体设备平台化布局逐步成形。清洗设

备领域，中电科四十五所中标燕东微电子的 3 台清洗设备。涂胶显影领域，芯源

微和 TEL 各中标 1 台设备。 
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图 2：7 月部分晶圆厂的主要设备中标厂商统计（台） 

 

资料来源：chinabidding、德邦研究所；备注：中标设备列的括号数量表示该设备的中标量，若无括号则表示所有中标设备均为一种设备 

 

图 3：嘉芯迦能、嘉芯闳扬股权结构 

 

资料来源：天眼查、德邦研究所；备注：股权占比精确到个位数。 

上半年部分成熟制程产线扩产带动设备国产化率提升。从目前的半导体设备

国产化率情况来看，2022 年上半年中标设备国产化率为 31%，较 2021 年的 21%

有较大提升。由于考虑到今年上半年主要招标厂商为积塔半导体、华虹无锡等偏

成熟制程的晶圆厂，且国产设备主要应用于成熟制程，所以设备国产化率较去年

有明显提升。从细分设备来看，今年上半年中国产化率高于 30%的有去胶、清洗、

刻蚀、CMP，国产化率在 10%~30%的有涂胶显影、薄膜沉积、热处理、量测，

国产化率低于 10%的有离子注入、光刻设备。 

 

 

设备厂商 中标设备 北京燕东微 华虹无锡 上海华虹宏力 积塔半导体 晋华集成

薄膜沉积

嘉芯迦能 HDPCVD (6)、二氧化硅等离子薄膜沉积(1) 7

Applied Materials 氧化硅化学气相沉积 1

刻蚀

嘉芯迦能 侧墙等离子(3)、金属等离子刻蚀(2) 5

嘉芯闳扬 氮化硅等离子(4)、金属等离子(1) 5

清洗

SCREEN 清洗酸槽 4

中电科四十五所 晶圆清洗设备 3

热处理

TEL 扩散炉 34

屹唐半导体 快速热处理设备 4

嘉芯闳扬 快速热处理设备 4

华卓精科 激光退火设备 2

涂胶显影

沈阳芯源微 12吋黄光涂胶显影机 1

TEL 涂胶显影机 1

量测

上海芯斐科技 线宽量测显微镜 3

东方晶源微电子 线宽量测显微镜 1

无锡卓海科技 先进表面颗粒计数仪 1

其他

无锡中昂智能设备 UV固胶设备 1

无锡亚电智能装备 晶圆再生设备 1

总计 4 35 2 36 1
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图 4：半导体设备中标厂商的国产化率  图 5：不同设备的国产化率 

 

 

 

资料来源：chinabidding、德邦研究所  资料来源：chinabidding、德邦研究所 

 

图 6：2022 年 1-7 月各类半导体设备的国产化率情况（括号内为各类设备的国产厂商份额） 

 

资料来源：chinabidding、德邦研究所 

样本选择范围： 

我们选取了涵盖逻辑、功率、存储等共 20 座晶圆厂披露的招标和中标数据。

数据时间范围为 2020 年至今，统计的设备类型包括：薄膜沉积、刻蚀、光刻、涂

胶显影、清洗、量测、测试、热处理、离子注入、化学机械研磨、去胶等主要的半

导体设备种类。 

图 7：统计晶圆厂样本范围 
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资料来源：德邦研究所整理 

 

2. 半导体销售跟踪 

从全球半导体销售情况来看，受到去年同期基数抬升的影响，全球及中国半
导体销售额增速有所放慢。根据美国半导体产业协会（SIA）数据，2022 年 5 月，
全球半导体市场销售额为 518.2 亿美元，同比增长 17%，而中国半导体市场销售
额为 170.2 亿美元，同比增长 7%。中国占全球半导体市场规模比例维持在 33%。
今年以来以手机、电视为代表的消费电子需求疲软，一定程度上影响相关上游半
导体产品的销售，但我们预计以新能源汽车、新能源发电为下游的半导体细分领
域仍有较好增长。 

图 8：全球半导体销售额及同比（单位：十亿美元）  图 9：中国半导体销售额及同比（单位：十亿美元） 

 

 

 

资料来源：Wind、美国半导体产业协会、德邦研究所  资料来源：Wind、美国半导体产业协会、德邦研究所 

 

3. 海外设备厂商业绩跟踪：ASML 营收稳健增长 

ASML 在 2022 年 Q2 季度实现营收 54.3 亿欧元（高于 Q1 时预期的 51~53

亿欧元），同比增长 35%，重拾较快增速。Q2，ASML 实现毛利率 49.1%，处于
此前预期的范围之内（49%~50%）。Q2 EUV 出货量达到 12 台，环比明显恢复，
带动整体收入较好增长。 

ASML 在手订单创近两年新高。ASML 预期 Q3 季度营收落在 51~54 亿欧元
区间，其中有 11 亿欧元因为快速出货而将递延到后续季度确认收入；Q3 毛利率
预期保持在 49%~50%。ASML 的快速出货指将出货前的测试环节放在客户处进
行，这样会加快交货时间，但由于客户要等测试完做收入确认，所以会产生收入
递延。Q2 季度，ASML 在手订单环比提升到 84.6 亿欧元，预计将给今明年提供

分类 晶圆厂 分类 晶圆厂
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北京燕东微电子科技 上海积塔半导体
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浙江创芯集成电路 晋华集成电路
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较好增长基础。 

图 10：ASML 季度营收（十亿欧元）及同比  图 11：ASML 销售毛利率与净利率 

 

 

 

资料来源：Wind、德邦研究所  资料来源：Wind、德邦研究所 

 

图 12：ASML 光刻机订单（十亿欧元）  图 13：ASML 季度各类光刻机出货数量（台） 

 

 

 

资料来源：ASML、德邦研究所  资料来源：ASML、德邦研究所 

 

 

4. 风险提示 

下游需求不及预期、行业竞争加剧、贸易摩擦风险。 
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